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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para cortar una pletina de chapa a partir de una banda de chapa (1) transportada de forma continua
en una direccién de transporte (T) por medio de al menos un dispositivo de corte por laser (3) con los siguientes pasos:

facilitacion de un dispositivo de corte por laser (3) con al menos un cabezal de corte por laser (5), que presenta una
boquilla de corte (7) y que se puede mover por medio de un control (6) a lo largo de una trayectoria de corte
predeterminada (S1, S2, S1', S2') correspondiente a la geometria de la pletina de chapa,

medicion ciclica de una distancia entre la boquilla de corte (7) y una superficie de la banda de chapa (1) en al menos
una posicion (P1, P2) radialmente exterior con respecto a la boquilla de corte (7) por medio de un primer dispositivo de
medicion de distancia (8),

control de un movimiento del cabezal de corte por laser de tal manera que, en el caso de no superposicion de la
boquilla de corte (7) con la banda de chapa, el primer dispositivo de medicion de distancia (8, 9) siempre permanece
en superposicion con la banda de chapa (1), y

movimiento de la boquilla de corte (7) desde una primera posicién, que no esta en superposicion con la banda de
chapa (1), a una segunda posicién en superposicién con la banda de chapa (1), en el que una altura de la boquilla de
corte (7) con respecto a la superficie de la banda de chapa (1) se regula utilizando los primeros valores de distancia
suministrados por el primer dispositivo de medicion de distancia (8, 9) cuando la boquilla de corte (7) se mueve desde
la primera posicion en la direccion de la segunda posicion.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que al menos una seccion de la trayectoria de corte comienza
en el borde de la banda de chapa (1) o un pasaje situado en la banda de chapa (1) y discurre hacia el interior de la
banda de chapa (1).

3. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la generacién de un rayo laser que
sale a través de la boquilla de corte (7) durante la operacion de corte se interrumpe temporalmente cuando la boquilla
de corte (7) no se situa en superposicion con la banda de chapa (1).

4. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que durante el movimiento de la boquilla
de corte (7) desde la primera a la segunda posicion se genera un rayo laser que sale a través de la boquilla de corte.

5. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que los pardmetros de corte para generar
el rayo laser se cambian cuando la boquilla de corte (7) se sitia en la primera posicion.

6. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la distancia entre la boquilla de
corte (7) y la superficie de la banda de chapa (1) se mide por medio del primer dispositivo de medicion de distancia en
varias diferentes posiciones (P1, P2) radialmente exteriores con respecto a la boquilla de corte (7).

7. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la boquilla de corte (7) forma parte
de un segundo dispositivo de mediciéon de distancia (10) y se mide un segundo valor de distancia por medio del
segundo dispositivo de medicion de distancia (10).

8. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer y el segundo valor de
distancia se utilizan para regular la distancia entre la boquilla de corte (7) y la superficie de la banda de chapa (1).

9. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que un movimiento del cabezal de corte
por laser (5) que se realiza desde la segunda posicidn a la primera posicion se detiene cuando uno de los dos valores
de distancia o una diferencia entre los dos valores de distancia es mayor que un valor limite predeterminado.

10. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que para medir el primer y/o el segundo
valor de distancia se utilizan respectivamente dispositivos de medicion de distancia capacitivos u épticos (8, 9).

11. Dispositivo para cortar una pletina de chapa a partir de una banda de chapa (1) transportada de forma continua en
una direccion de transporte (T), que comprende

un dispositivo de transporte (T) para el transporte continuo de una banda de chapa (1) en una direccién de transporte
M,

al menos un dispositivo de corte por laser (3) con al menos un cabezal de corte por laser (5), que presenta una boquilla
de corte (7) y que esta sujeto de forma mévil de un lado a otro en un portico (4) en la direccién de transporte (T) y en
una direccioén y (y) que discurre perpendicular a la direccion de transporte (T),

un control (6) para mover el cabezal de corte por laser (5) a lo largo de una trayectoria de corte (S1, S2, S1', S2')
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correspondiente a la geometria de la pletina de chapa (1),

un primer dispositivo de medicion de distancia (9) para medir ciclicamente una distancia entre la boquilla de corte (7)
y una superficie de la banda de chapa (1) en al menos una posicion (P1, P2) radialmente exterior con respecto a la
boquilla de corte (7),

una regulacion para regular la distancia entre la boquilla de corte y una superficie de la banda de chapa,

en el que por medio del control se puede controlar un movimiento del cabezal de corte por laser de modo que, en el
caso de no superposicion de la boquilla de corte con la banda de chapa, el primer dispositivo de medicion de distancia
(8, 9) siempre permanece en superposicion con la banda de chapa (1), y

en el que por medio de la regulacién se regula una altura de la boquilla de corte (7) con respecto a la superficie de la
banda de chapa (1) utilizando los primeros valores de distancia suministrados por el primer dispositivo de medicion de
distancia cuando la boquilla de corte (7) se mueve desde una primera posicion, que no esta en superposicion con la
banda de chapa (1), en la direccién de una segunda posicidén que esta en superposicion con la banda de chapa (1).

12. Dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 11, en el que al menos una seccién de la trayectoria de corte comienza
en el borde de la banda de chapa o un pasaje situado en la banda de chapa y discurre hacia el interior de la banda de
chapa.

13. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 0 12, en el que el control esta configurado de modo que
la generacion de un rayo laser que sale a través de la boquilla de corte durante la operacion de corte se interrumpe
temporalmente cuando la boquilla de corte se situa en la primera posicion.

14. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 13, en el que el control esta configurado de modo que
durante el movimiento de la boquilla de corte (7) desde la primera a la segunda posicion se genera un rayo laser que
sale a través de la boquilla de corte.

15. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 14, en el que el control esta configurado de modo que
los parametros de corte para generar el rayo laser se modifican cuando la boquilla de corte (7) se situa en la primera
posicion.

16. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 15, en el que el primer dispositivo de mediciéon de
distancia comprende varios sensores de distancia para medir la distancia entre la boquilla de corte (7) y la superficie
de la banda de chapa (1) en varias diferentes posiciones (P1, P2) radialmente exteriores con respecto a la boquilla de
corte (7).

17. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 16, en el que la boquilla de corte (7) forma parte de
un segundo dispositivo de medicion de distancia (10) para medir segundos valores de distancia.

18. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 17, en el que el control esta configurado de modo que
la distancia entre la boquilla de corte y la superficie de la banda de chapa se controla por medio del primer y/o segundo
valor de distancia.

19. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 18, en el que el control esta configurado de modo que
se detiene un movimiento del cabezal de corte por laser (5) que se realiza desde el interior de la banda (I) sobre una
arista de banda (K) cuando uno de los dos valores de distancia o una diferencia entre los dos valores de distancia es
mayor que un valor limite predeterminado.

20. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 19, en el que el primer y/o segundo dispositivo de
medicién de distancia son dispositivos de medicion de distancia capacitivos y/u épticos (8, 9).
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